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Die fol 9 er>dan Ang.ban mind d.n vom Anm.ld.r •ing.r.icht.n Unterlegen entnomman 

Prufunpsantrag gem. S 44 PetG is: gestellt 

© Verdrehtungsteit und Leiterrahmen mil dem Verdrahtungsteil 

® Ee wird tin Vcrdrfthtungsieif mil einem ersten ElckTro 

denabschnin (4). der mil einer an einer Oberfeche einea 2 X 
Helbleiterelemems (8) ausgebildeten Elekvode elekvisch - \ 

verbunoen ist. einem iweilcn Elekuodenabschnin (5) der \ r* 

mil e.ner en einer exiernen Schaltung euageblideien Elek- 

trodt eftktnsch vrbun^n in, und einem Verdrahlungt- 

•bschn.n (2) ge»chatfen. der den eraten Elekvodenab- 

schnm (4) mn dam zweiten Eie«rodenebscrmin (5) ver- 

bindet. Oer erste Elekirodenaaachnin {*). derrweite Elek- 

uodenabachnin (5) und der Verdrehiungatbechnin (21 

aind I aut einem planenformlpan leitendtn Korper |1) iua- 

SvK,l e \?° bt ! dIe Dicke d " VerdrBhiunpsabschnins (2) A 

^K flr t a * f * ,S die Hi,fu der Dlck * <*e* er«en Elekiro- 

denebschrvns (4) oder dea rweiien E'ettrodenabachnins 

(5) eusgefuha .*r Eine FeinvcrdreMung kann d.durch cr- 102 

LVJSl™!' 6 *?; mdem dcr Leher •»» Verdrahtunesie.'l 2ur 

Iof^Ll'f C w en ^erbmdung der Halbleileretememelekiroden 

Lvk? Auflen *'e*troden Oer Halbleilervorrichiung 

n.cht groQer als die Helhe der erforderlichen OJtte des 

Leiierrahmenmaierialt autgefOhn wird. 
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Die Ernndun; hcirilTi cin V'crdrjhiungMeil /.ur V'cru-c.i- 
flung hci cincr llalhteiicrvnmchiijng un/i cmen l*iicrra«. 
men mil rieni Vcrdrjhiungttcil. 

In Ictztcr Zcii isi irn Zusammcnhanv mji dcr nohcrcn In- 
icgraiion und dcr hdhcrcn Dichic von Hulblciicrvorrichiu.v 
gen die Anzahl dcr Eingabc-ZAusgahcanschiussc von Haln- 
Iciicrclcinenien angcsiiegen und die Unicncilungsbrciic der 
AnschluNse engcr gcuorden. 

Die GroGc und die Untcneilungshrciic von Halhlciicrele- 
meniclekiroden. die an den ODerflachen von cine Halblciicr- 
vorrichiun^ bildenden Kalblciicrcicmenicn v org esc hen 
sind. untcrschcidcn sich von denen dcr Au&cncicku-odcn. 
die hcispiclsucisc auf der au&crcn Obcrflaehi: der Maiblci- 
lervornchiung vorgesehen smd. Dcshalb isi zur elekinschen 
Verbindung der Halbleiiercicincmclckiroder: und dcr Au- 
BcnclckLrodcn dcr Halblciicrvomchtung cin Vcrdrahiungs- 
icif erfordcrlirh. 

Alx Vcrdrahiuncjteil is ein Leiterrahmen odcr cine ge* 
druckie Leiicrplatie verucndei worden. Die Verdrahiung 
mil cineni Lciierrahmen kann als cine Einschichiverdrah- 
lung zur Vcrbindung ereier EJekirodcnabschnitic. die rrii 
den auf den Obcrrtachcn dcr HaJbleiicrelemcme vor^esche- 
ncn HaJbluiicrcrtmicniclckirudcn ubcr MculldrShiv oJer 
rferjleichcn clck-ji$zh vcroundcr sind, mi: zwciicn Elekiro- 
denabschniticn ricfinien wcrden. bci dencn es sich um die 
AuGenclckirodcr. dcr Halblc.iervorrichiung handeli. Dem- 
ftcjjcnubcr ksnn die VVrcirahiung mil cincr Lciierplane als 
eine Mch/schichi vcrdrabiung zur clckirischcn Verbinriung 
der ersien Elekuodenabschniiie. die mit den Halbleitcrelc- 
nicnielektrodcn ubcr MeiaUdrahie Oder dere leichcn elck- 
iriM.ii verbunden sind. mit doi zwciicn Eicki/odeii«b>chim- 
icn. bei denen a sich urn die AuRcnclckiroden dcr Ilalhlci- 
tervorrichiung handclt. unter Ver^endung von auf dcr. 
Obcrflachcn von zumindesi cwei Schichien cincr doppclsci- 
tigen Plane oder cincr Mchrschichiplauc vorgeschenun lei- 
lenden Vcrdrahiungcn und au6erdem cine* Durchgangs- 
Ipchj dennien werden. das die bei den unierschiedlichen 
Schichicn ausgcbilccicn leiicnden VcrdrahiunL'en clckirisch 
vcrbindct. 

Fig. 22 zeigi einc Sehninxisichi cincr Hdblcitcrvorrieh- 
lung. bei der cine hcispielswcisc in der japanischen OrYcnlr. 
gungssrhriri 79 652/1982 oiTcnbanen herkominhche Leiier- 
plaue angewendet In dicser Darstcllung bczcichnc: die 
Bezugszahl 8 ein HalbleiicrcIcmcnL 9 einc an dcr Obcrfla- 
che des Halblciierelenienis ausgebildeie Halbleiit.tlciner.i- 
elekmode, 10 eine gedructic Leiicrplatie. an dercn Obcrfla- 
che das Halbleiierelcment 8 angebrachi in. 1] cine an dcr 
Oberflkche dcr gcdruckicn Lciierplane JO ausgebildeie lei- 
lende Verdrahiung. 12 einen Mcialldrahi. 13 ein Durch- 
gangsloch. 14 eben an dcr ruckuartigen Obcrflache der ge- 
druckicn Leiierplaiic JO ausgcbildcccn Au5cnan$chiuG und 
15 ein VcrguPharz Bei dcr mil Harz vergojscnen H^blciicr- 
vornchtung. bei dcr das HaJblcitcnclcmcni S an der gea-vefc. 
ten Leiicrplatie 10 angcbracbi :si und mil dem VcrguBha.-* 
15 vcrgosscn bzw. »bgcdichtci in. ist die tn dcr Obcrf.ache 
des Halblciicrelemenis 8 ausgebildeie HalbleiiereJetncr.i. 
elekirodc 9 iibcr den Meizllcl-ah: X2 mil einem Endc d:r an 
dcr obcrcn Obc.-nachc dcr gcdruckicn Lciierplane 10 xor-c- 
schenen leiicnden Vcrdrabiung 11 clcklnsch vertunden. u'o- 
bci das einc Endc in dcr Nahe des Hablc:tc:elcmcr.is an- 
gcordnei til. Da* andere Endc der lewender. Vcrdrabiung 1J 
i$t Obcr dis Dure hgang sloe b 13 :im dcn» an dc; njckui.-". 
gen Obcrfaehc ocr gcdruckicn Lc:icrpUiic 10 JL-sccbilcci-r. 
Au0cnanschlu£ )4 verbunden. 

Fig. 23 zcigi cjne Sr.nmuar.ncr.: c:ncr HaJMcnervcrri-i. 
lung, bci der ci.ic it, der japan:sc:icr. O.Tcr.icrur.pswr.n/i 



258 CKS/198S oiTenbar.c ar..lcr» hrrknnmiJicnc Lc'crpla;* 
angcwcndei ist. Bei d.-r D«r*!clJu.ig hczeichnei d:c lirrujrv- 
zahl % cin Hiilblciicrelcnicn.. 9 c:nc jr. txr Obcrn«e:u- c;u 
K2lblciicrclcinenii au<.gcbii.1eie Wi,lb:ciicrc!cM!icn!rlcw!f.vi L 
5 und 16 einc pedruckic McJr>chichi.Lciierplanc car. *r. 
rcn Oberfliichc das Halblciirreicincni S angcbrac.V iy.. Die 
Bezugszjh! 11 bczcichnei cine ar dcr Obcrftichs- d^-r vc- 
dnickien Mehrschichi-Leiierplaiie 16 au^gcbtiacie leiicndc 
Vcrdrabiung. 17 cine in den innercn Scnicbicn der gcdrjjk. 
10 icr Mchrschichi-Lcitcrpiatic 16 tui-cbiidcic inicmc Vcr- 
drabiung. 18 ein Blindloch /ur eickinschcn Vcrbi.idunc a:« 
Icr Sehichien ccr gcrirj:kier. We.vi;hich;-Uiicrpii:ic' In. 
14 einen ar. dcr rucluim-er. ODerr,ache dcr pei-uckicn 
Mchrschicm-Leitcrpiaiic 16 auscebJdcicn cxicrr.cr. An- 
15 schluC. 19 cin Band fTAB-Eand fc:u. TAH-Film; r.oi c:ncn : 
Vcrdrahiungsmusicr zur elekmscben Vcrbindung oer Ha!.^- 
leiicreleineniclckuode 9 mil dcr an der Oberflacbe der ec- 
dmckicn Mchrschichi-Lciicrplauc 16 ausgcbildctcn iciirn- 
den Vcrdrabiung 11 und 15 ein VerguGharz dar. Bei dcr mil 
20 Harz vergosscnen HaJblcitcrvorrichiung. bci der das Halb- 
leiierclcmcnt 8 an der gcdruckicn Mchrschichi-Leuerplaiie 
16 angcbracbi isi und mi: dem VerguGharz 15 vcrgosscn ist 
sind die Halblcitcrclcmcmeickirodc 9 und die an dcr Ober- 
flaehe dcr gcdruckicn Mchrechichi-Lciierplaiie 1 6 ausgebil- 
25 dctc lciicndc Vcrdrahiun^ 11 miicinander jjjiiicb do TaB- 
Bands 19 eielarisch verbunden. Au&erdcm isi die le:icndc 
Vcrdrabiung 11 iibcr das Blindloch IS und dcr inirmer. Ver. 
drahiung 17 mi: dem an der rucku ariigcn Obernacbe der gc- 
druckien Mchrschichi-LciicrpUiie 16 ausgcbildctcn AuGcn- 
30 anscbluG 14 verbunden. Bci dcr in dc: japamscber OrTcr.le- 
gungsscbrifi 258 {^8/1986 o.Tenbancn HaJblciicr%omcb- 
lung kann c;n HalDlencrclcmcni mil menr Anschlusscr. als 
da* in dcr japanischen Oflenlegun^ sscbrifi 79 652/) 982 of- 
J'cnbane KaJbleiicrclcmcni S angcbracbi werden. da bci cic- 
« scr das gcdrjckic Mehrschichi-Leiicrplaiic 16 mil dcr imcr- 
nen Vcrdrahiung 17 und dem Blindloch 18 sou ic das TAB- 
Band 19 angeu-and: u ird. 

Wcnn als Verdrahiungsieil 2ur elekirischen Vcrbindung 
der Eiekirodcn an den Oberfiachcn der Halbleiierclcmcmc 
« mit den AuC>cnclekuodcn dcr Halblciicrvorrichiung cinr 
Leiierplaiic vcrwcndci uird. v. ird cine Kupfcrfolic mi: cinci 
Dirke von 25 win b>s 75 uin bci den Verdrahtungsieilen ver- 
wendet. wevdureb ermoglichi uird. eine Vcrdrahiuncsunter. 
leilungsbreiie v 0 n 50 um bis 150 pin auszubildcn ~2usa:z- 
<5 bch sind die AuGcnclckj-odcn cincr Halbleiicrvomchiung 
mil eincm groGcn Vcrdrahiungsabsiaid aul'grund dcr Aux* 
bildung eines Lbianschlusscs (cine Lbiw6Ibung) odcr dcr- 
gleichen an der Obernache ausgcbildcu die der Oberftache 
gcgcnubcrliegcnd angcordnci isl an dcr die Halblciierelc 
50 nicnie angcbracbi sind. damii die (jroGe Halbleiier>omch. 
lung verringen we/den kanr.. 

Fig. 24 zeigi cine i"cbninansicb: cincr HaJblciter%orri;h- 
lung, die einen hert;6mm!ichcn Leiierahmcn anu endei. Bci 
dieser Dante Hung bezeiebnet die Bezugszahl 8 cin Hi!b,c»- 
55 icrclemem. 9 cine ar. dcr Obcrf.ache des Ha'blcitcrclemcms 
ausgebildeie Halblci:crclcmcniclckuodc. 20 an Bcfesu- 
fungsplauchcn. an den dai Halbicucrclcincnt anecbraebi 
isi. 21 ein Befcsiigungsha/z bzw. einen Klebcr. "der das 
Halblciicrelemcnt an das Befcsiigungsplatichcn 20 kiebi. 4 
«> einen crsicn Elcktrodcnabschnt:i des Lciierrahmcns. 5 c:ncn 
iv-cncn Elckirodcr.abschnir 5 des Leiicrrahmcns. 12 eincr. 
dunnen MeuUd.-a.li zj: efcUnschen V C ;bmdung ocr Halb- 
leiicrelencmciei.Lroae 9 mi: Ocm crsicn Eleki/oder.atic^nm 
4. 15 cin d:e !-:a:bieiicrclcmcn;e «t*diciiienoes VcrguGbirz, 
t- € 22 cine cxicmc vjchsliunc und 2J cm: ar. dcr cv;cn;n 
ScbiJiung a-.*rrt;.dcie EieU-oac. d»c ar o e p. rucner £i;l.- 
iroocnabse.^.n.:: 5 Cuter. LoLimr. 25 o5t-r oerrlc:cber. ;eiO:c: 
:si 
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Fij». 25 vnp ein Schr.niansichi cine* Lciierrahmcn* zur 
Bcschrcibunr. dc* Hersicllungj\crj'ahrcn>. do Lcncrran- 
mens durch cincr, hcriouimlichcr. Ai/vorpanc Dei riiescr 
Dame limp hc*eicr.nei die Uc/uf <7Jih! 1 cine lc:icn.1c Mi- 
ullplatic >cin L^iierrahnicnmaterian mil cincr Di:kc von 
'.25 bis 200 urn und 3 einc Aumaskc mii cincm vorbe- 
stiuitmen Music:, wobe: dasselbe Musicr am" bcirien Oner- 
fliichen dcr Iciienden Mcullplanc 1 ausgcb;ldci $;nd Die 
Bczugs/.ahl 2 bczcichnei cincn Vcrdrahiunpsabschniu des 
" Lciicrrihncns. dcr durch Atzen dcr Iciicnden Meullplaiic 1 
von beiden Oherflachcn crzeugi wird. damii tin mch: von 
dcr Aixmaske berie.*kie; Abschnin durchdrungen uird. Da 
dcr herkommlichc Lciicrrahmcr. ajf diese Wcisc herpes ic Hi 
wird. wenn die lciicndc Mcullplane 1 mii cine? Dickc von 
125 urn bis 200 pin verwcndei wird. muE dcr Absiand zui- 
SChen benachbanen V'crdrahiuncsabschniucn 2 ciwa se groS 
wic die Dicke dcr iciicnden Mciallplauc 1 scin. AuGcrdcm 
lug zur Ocwiihrlcisiung des Atxvorpangs die minimalc Un- 
leneilungsbreiie (piichi do Leiierrahmens in cincm Bcreich 



icsiigunpsplaiichen. an dyv cir !i*lnkiicrciciiuni 
brach: isi. 

In den up«ni>eher. Ouer.lcpur.vvwhrit'irf 2 ;»"» 52-.'i 
un.1 2~2.Vi.V:Q>4 vinr, Wnaw. ?ur Vcmnpcrunp .if 
5 Dickc des Inciters durch AushilfJLT.g 6c Aumaskcr. 3 <r*- 
wcchsclnd auf heiden Ohcrflachen dcr Iciicnden .Vi':j:i- 
plane t. bci dcr es sich urn Lciicrahincnniyicrij! h^njji; 
und zur VcrUcinerung dcr Limerjniericilunpsbreiic rfurch 
Vorschcn des Lciicrs auf bemen Seitcn. wic ir. Vt£. 2K pe- 
»0 /rigl. Jedocn ucisi cin demni; dunncr ausecfuhncr Lc:»cr 
den Kachictl auf. daG. da gcaizie ObcrOachcn arwecnsclnc 
frciliegcn. falls dicse uis Eiekiroc.- zo: V'crnimlur.p rrnncls 
Drahibondcn inn ricin Halblciicrcjcmr.-i \crwcn.1c; u:ri. 
sich das nahifonnicc Jjondcminel z wise her. dc: cca:/wr. ro- 
ts hen Obcrflache und dem Halblciicrclcmcm 2blo$;. 

Wic vorsiehcnd beschrieben kanr. be: Vcrwcndjn: c:n^r 
Mehrschichi-Leiierplauc als Verdrahuingsicil cine gretferc 
AnzahJ von Eingangs-/Ausgangsanschlusscn c:nc» Halb.c:- 
tcrelcmcnis vKalbleitertleirieniclckiroden) und cincr kicincr 



. von 210 uni bis 250pm. was eiwa doppch so groB wic die 20 Unicncilung sbrciic hinsichilich der GroBc veruirklichi v-cr- 



Dicke dcr leiiendcn Meiallplaite 1 jsl 

Zur VcrkleincHjnc der UnicnciJungsbreitc des herkomm- 
bchen Lei lerrah mens sind bei Definition des mil ciner Kalb- 
leitcrcIemcmclekLrodc durch Drahibondcn vcrbunacnen 
Absichniiu dc* LciierrJimcny ah cin cr^ier Elekuoocnab- 
schnitt und des an eine exieme SchaJiung geloieten Ah- 
schmtu als ein zu-ciie: Elekirodcnabschniu Vcnahrcr. zur 
Vcrrinpcrimj: der Dickc dci ersten Eicku-odcnabscbniiis 
durch Aizen unc daraufib!ecndes Vcrklcincm des Verdrah- 



den. Jcdoch eriordern das Durch^anpsloch und das Blino- 
loch, die in unierechiedlichen Schichien auscebildcie unicr- 
sicbiedlichc Vcrdrahiungcn verbinder.. einen Bohrvorranc 
Folglich ira: das Problem a;;:', rt^n die Kcsier. dcr Halbic!- 
icrvorrichiung durch die Bc.whajVjynj; Jci Buhrcr.i. Jic 
Reinigung der pebohnen Oocrf.jchcn. den SchuL/ dcr Lc:- 
terplattc vor i>cnneidco) fu: das Bohrcr. unc vor Bohrspincn 
und dcrglcicScr. erhohi werden 

Dcmgeycnuhcr isi he; der Vcruendung cines Leitcrxh- 



uingsabsiands in den japanischen Ofl'eniegungsschrifien JO mens aJs Vcrdramungsieil cine Tcchmk vorgcschlt-gen wo: 
45 967/1990 unc .v5 SCM/1995 oft'enban. Fig. 26 zeigi den ' * 

Vorgang zur Hcrsiellung des Leiierrabmens. die in dcr japa- 
nischen Orfenlecuncsschnfi 335 SC^/1995 offenhan isi. Bci 
dieser DarsielJung stelli die Bezugszahl ) ein ieiiendc Mc- 
ullplane. bci dcr es sich um ein Leiierrahineninaicrial han- 
dclu 3a und 3b Aizrnasken und 4 den crs:cn £Jckirodcr.2b- 
schniii 4 car. Die an cincr Oberflache der leiiendcn Meiall- 
plaite 1 ausgebildeie Ai7.maske 3b wcisi cine Ofl'r.un; 7.ur 
Ausbildung des crsicn Elckuodcnabschniiu; 4 auf. wobct die 
an dcr ancercn Oberflache der Iciicnden Mciallplane 1 aus- 
gebildeie AtZiuaskc 3b cine Offnunc zuni Aizen dcr andcrer. 
Oberflache aufwcisu uni diese vollsiundig eben aus zubil- 
den. Die Berugszahl 23 sielli eine Aussparung. die. uni 
diesc eben ausiubilden. durch die Aajnaskc 3i gea:2i 



den. die die Lc:icrunicncilungsbreitc verkieincn. ledocn ist 
fur die AuGcnclckirodcn dcr Halblciic^omchiung kcine 
Tcchnik vorgcsch!«gcn. De>ha]h isi cin Vcrurahiu»g>^b- 
siand. der dersclhc oder grower wic der hcrkonunlichc ist. 
zuTjchcn den ersicr. Eicktrodcnabschniuen mil kicincr Un- 
lencilungshrciic und den zuciien Elcku-odenabschniuen 
(AuGeneJckLroccn: mil der grower, Uniencilung sba*iic er- 
forderLich. Zusai/Jich iri;t das Problem auf. daP cine cro&c 
Umcncilungsbrciic und cin groRcr Bcreich zur AusbiKiurg 
cincs Loianschlusset ndcr drrclcichcr. cn'ordcriich isi. <*c\. 
halb es folg:tch ur.mcglich :s:. cine veiklcincric lialbiciic:- 
vomchiung ac cmalien. 

Dahcr hcgi dcr Erfindunc die Aiifgahe zugrunde. dir<.e 
Problemc 2c lbscn und eincn Aufbau zur V'crklcincrunj dev 



wurde. und 24 cine Auwidcrs.andsschicht dar. Zunjchst «»5 Vcrdrahtuncsabs:ands. die bislicr nur durch V'erwcndwng ci- 
werden die Aizniaskcn 3a und 3b an den Oherflachcn der ne: Mehrschichi-Leiierplauc vervirklich: u urdr. durch V C r- 
leiiendcn Mciallplauc 1 ausgcbiidci (Fig. 26ta)). uobci der wendung cines Lciicrrahmens und Vcrd/ahiungstcils iu vcr- 
Aizvorgang an beiden Oberflichcn gesianei wird und zcn- uirklichen. durch den der Lciierrahmen aufgcbaui isi. Dabci 
.weiHg ausgeseta wird wenn die Ticfe dcr Aussparung 23 soil ein VcrdrahiungMcil. dis eine groDerc AnraJ^l und cine 

twei Dritiel der Djcke dcr leiiendcn Meullplatie 1 crrcicht so klcinerc Umencilungsbrcile der Siifa dcr Eingangs-/Au»- 
rFJg. 260>)>. Die Ai2widersiandsschichi 24 isi an der Seiic gangsanschlussc cine* Kalhleiierelcmems crreichen 
der Iciicnden Meiallplaue 1 mil dcr Aussparunp 23 auspe- die Vcrkieirerung und Kosienvcmnperun^ der Halbleuer- 
bildeL wodj.xh vcminder. wird. daB der Aizyorgang uciier vomchiung errrichen kann. so^ ic emcr Lciierrahmen nm 
voranschreiiei Tig. 26(c)). Danr, wird dcr Auvorgar.g an eincm dcra-;igcn Vcrdrahiungsicii gcscnali'cn wcrricn 

'* " 55 



der Seitc dcr lcm.ndcn MeiaUpUue J mil dcr Offnung ur 
Ausbildung des crsicr. Elcku-odenkbschruus 4 fongcscai. 
bis das Alien die Aiau j ^crsiandsschicht 24 zur Ausbildung 
de« ersien Elekut)dcr.abschniiu 4 erreirhi (Fig. 26id)j. 
SchlieGbch werden die Auwidcrsundsschich: 24 und die 
Aizrnasken 3a und 3b enifemu wodurch d 
feriiggesielli uird (Kig. 26(e)). Fig. 27 ici? -.::.c Schmttan- 
sichi des auf diesc V*cisc ausgcb»icc:tr. LcMcrrahnicn*. 
Wcnn die Dickc T dcr Iciicnden Mc:a::p;a-.tc 1 ISOpm or- 
L-a'gl. wjri die Dicke 72 des crs:en Elekirooeribscnnms 4 
des Lciicrs 50 pin. ua? cine Vcrfclcincnjr.t dcr Lciicrvnicr- 
leilungsbrcitc cr.ncclich: Die Bczugj^ah: j.cll: eincr. /uei- 
len Elekuodcr.abschn::! da:, be: dem es sicr; un: c:c Au&cn- 
elcklrodc der Haibici:crNcmch:ur.c. har.aciL unc 20c:r. Be- 



Diese Au:'g a?c wird durcn die in den beicclugtcn Paicn;- 
anspruchen da^elcgien MaGnaluncn gclusi. 

Erf.ndunf sgcinaC wird e:n Vcrarahiur>cs:ei) gcschar.cr.. 
das durch ciner ersien Elckuodcn«bichniii. dcr mti eincr an 
cincr Obcrfiacne cincs HilblenerelcinenL* auspehildc:cn 
:xiierra'nn»en 60 Elekuode clektnsch verbunden is:, cinen zue:ter. Elckiro- 
denabschniu. dcr mil cincr tr. emcr cxicmer Schaltung au«- 
gebildcier. EiekLrooc clckirscn verrunden is:, und c:ncr. 
Vcrdrahtung $^t^cr.^.}l: gekcnr.:c»chnci isi. oer dcr. crs»cn 
Elekuodcnacscnr.iii mil dem :we:icr. Ulckuodcr.aDsc:;r.:;: 
vcrbmdc:. **orc- dcr crsic HlCKL'ooc-.aoNchnif- dcr ^ v* 
Elckuodcnafscnr.i:; end ocr Vprd'aniunrsaMchnn: -us c - 
ncrr. plaucr.:"crr:: per. icnsr.cer K>7<' au^renildu sine lt.z 
die Dicke dc* *»ercrar.iur.t s-Mcnr.nu mcn» cicke* all nalr* 
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so dick wie dcr crsic Llckire^rnahsthniii isdcr der *u-cnc 
Hlcki/odcr.abschniii ausgciuhr. w. 

Dcr Vcrdramunj:*abschniii kann an oner Oberflicrv des 
plaiicnftimngcn leiicndcn Korpc« vnrjeschen sein 

AuPcrdem konnen die Vcrdrahiungsabschninc vcrsireui 5 
an beiden Ohcrflachcn des pJaiicnibnnf^cn leiicndcn Kor- 
pen angcordnci scin. 

Die Dicke ocs ersien Elckirodcnahschnnis und die Dicke 
des zweiien Elckirodenabschniu.v konncn dieselbc wie die 
des plancnfonnigen leiicndcr. Korpcrs scin. io 

Weiicrhir kann die Dicke cniwcder des ersien lilekiro 
dcnahschniiis odcr des zwciien Eiekirodcnahschnins die- 
selbe u*ie die des plaiienformigcn Kbrjxrrs scin. wobci die 
Dicke des andcrrn nichi mchr als die Kalhc oc; des plaiie.v 
flbnnigcn leiicndcn Koqpcr* bctragen kanr.. 15 

Daruberhir.aus kann der ersie Elekirodcnabschniu od^r 
der zweiie EJekL-odcmbschniiL deren Dicke nichi mchr aJs 
die HtilAc des platicniornugcn leiicndcn Korpcrs bcu-agi. 
gcprcG: werden. um deren Oberflachen eben auszufdhren. 

Erfindungsgcniiitf wird auGerdem ein Vcrdrahiungsieil 20 
gescharYen. das durch einen ersicn Elekirodcnabschniu. dcr 
mil einer an eincr Oberflache eines Halbleiierelemcnis aus- 
gebildeten Elekirodc elckirisch vcrbunden ist. eincn zweiien 
Elektrodenabschnin. der mil einer an eincr exicrncn Schal- 
tung ausgebildctcn ElckuoJc elekimch vcrbunden ist eincn 25 
Vcrdnihiungttbschnin. der den ersicn Elekirodenabschniii 
mil dem 2weiien Elekirodcnabschniu vcrbindeu und einen 
Vcrbindunpsabschnin gekenn/xichnci isi. dcr bei cinein Teil 
des Verdrabiungsabschnms zur Vcrbindung des Vcrdrah- 
lungsabschniiis aus^cbildci in. wobci der crsic Elekirodcn. 30 
abschniiu der zweiie Elekirodenabschniiu der Vcrdrah- 
fungsabschnin und dcr Verbindungsabschniu aus einem 
plauenforniigen leiicndcn Kivpct ausgcbiluVi sind und je- 
wcils die Dicke des ersicn Elckirodenybschmns. des zwei- 
irn Elekirodenabsrhnius und des Vercrahiungsabschniiis \S 
mchi trbUr als die HklUe rier Dicke des Verbinduncsan- 
schniiu ausgciuhn :si. 

Dcr Verbindungsabschniu kann ein Abschnin scin. bci 
deni dcr Verdrahiungsabschnin und cntweder dcr ersie Hick- 
jrodcnabschniii oder dcr zweiie Elekirodenabschniii der < 
fareiier *h dci Vcrdrabtunpabschniii isu sich ge£cnjci:ic 
ubcrlappcn. 

AuGerdem konnen die Verbinditngsahschmne. die cmwe- 
dcr den ersien Elekirodenabschniii odcr den zwehen Elck- 
irodcnabschnin aufweiscn und an bcnachbaricn Vrrdrarj. ■»> 
tungsabschniiicn ausgcbilrici sind. derari angeordnei uer- 
den.daG sie nichi nebcneinander ausgcrichiei sind. 

Der Verdrahiung sabschniu kann aus dem plaitenfbrmigen 
leiicndcn Kbrpct durch Aizen acsgcbildci wcrden. 

2umindesi eine Oberflache des ersicn Elckirodcnab- » 
sdimili odcr rl« zu-ciien ElekinMcnabschnins kann nichi 
dem Aizvorjanf untcrzo|tn worden scin. 

Dcr Uiicrrahmcr. |cmaB dcr Erfindung isi inij eine; VtcU 
iah! von Verdrahtun^sieilcn venehen. 

Die Ertindunj ujrd nacnsichcnd anhand von Ausiiin- 55 
injnssbcispicien unier Bexucnahine auf die bci;ic-cnoe 
Zcichnung nahcr bcschricpcn. Es tcigen: 

Fig. J eine Schniuansichl cine* Uiicrrahn.cm cen.ir e». 
ncm i emen Ausfjhruntsbcispiel. 

Fig. 2 cine Draufsichi des Leiicrrah:ncns ?cmaT> den: cr- 60 
Sien Ausfuhrungsbeispicl. 

Fig. ? cine ilchniiiansichi des Loierahinens ^cina£ dem 
cmen Ausfu.»:r\incsDeispie:. 

Fig. A cine b'chnmanstcru des Lcucnaiinicns •etnaC fleui 
cmcn Au$fur.rjnr$oc:$pic:. Ci 

Fig. < eine Schnmansicn: emeu utucn de$ Lencrahrticnv 
feinaC dem ersien Ausfuhrunf sbcupici. 

Fij». 6 eine Sc.">r.:;uinsi;rii oc$ Leucrs ces LeHcrar;.-neni 



pcmiit> iIcjii crs;cn Aus:uhrun^sbc:spr.-:. 

Pig. 7 e;nv Schniu«nsich: c:nc* Letiern eine.* Li'iierrjl-.. 
mens pcmaT einem zwci-cn Ausiuhrun^.tbcispiei. 

Fig. K eine Schniiian^ich: rle* triierv <ie* I riicrrjSim n* 
gcnisiB dem zwciicn Aus:*uhrunpshcispicl. 

Fig. y cint: Schnmansicht cincs Lcitcrs eines Lciierr^h- 
niens gcma'C cincm driiicr, Ausiuhrun^ sbcispiel. 

Pig. 10 eine 5chniiian$ichi des Lcner.s des UriitTrahiiieni 
gcmliS dem drincn Ausfuhoinpsbcispiei. 

Fig. J 1 eine Schninansichi eines Leiicrs eines Lciicrrj'v 
mens gcniaT- eineni vicnen Ausfuhrun^sbeispiel. 

Fig. 12 eine Seiicnsmsichi des Lciiers des lriicrra.i::icn k 
pcniiiP den: vicnen Ausijhrumjsbeispicl. 

Pig. 13 eine Drsuisichi eines Leiiers eines Uiicrrar.mens 
gemaP cineni lunnen Ausiubrunpsbcispicl. 

Fig. 14 eine Sciienansichi des Lciters nes Lciicrranmeni 
gc:nSS deni funfien Aus fUhrungs bei spiel. 

Fig. 15 cine Draufsichi des Leiicrs des Lciicrrahmcm j:c- 
mJiB dem junfurn Aufriihrungsbeispiel. 

Pig. 16 eine sciiliche Schniuansicht cincs LeitcTTahrnens 
gemaB cincm sechsien Ausruhrunpsbeispicl. 

Pig. 17 cine Ansichi eines Leiiers des Leiierrahrnens ee- 
maB deni sechsien Ausruhrvngsbe:spiel. 

Fig. 18 eine AnsichJ des Leiiers des Lei lerraJ) mens £ crr.aP 
deni »x-hs;icn AuvJuhrunL'>bci>piel. 

Fig. 19 eine Droufsichs eines Lciicrrahniens cemaG einem 
siebten AusfuhruncsbcisDicl. 

Fig. 20 cine Schniiumsicht des Leiierrahrnens £ cmaG drm 
siebicn AusiuhruncsbeisDicl. 

Fig. 21 eine perspekuvische Ansichi eines zwciicn Elrk- 
irodcnabschniits des LeiierTahmuns ecmaG dem siebicn 
Ausfuhrun^sbcispiel dcr lirfindun^ . 

Fig. 22 e:ne Schniuansiclit eincr mil Ha/r vcr^osseneit 
Hclbleitervorr.chtunf:. be: der ein Halbleiierelcmcni ar. ci- 
ner hcrk6mmlichen gcdruekicn LeiicrpUtie angebrachi ist 
Fig. 2? eine Schniiiansichi eincr andcrrn mil Harz vcr- 
gossonen Halhlciiervorrichiunf. bei der ein Halbleiierele- 
nieni an eincr hcrkoirunlichcn gedruckicn Leiicrplatie ance- 
brachi isu 

Fig. 2-3 eine Schninansich: eincr mil Karz verposscnen 
HsIbleitcrvoiTichiunc. bci «1er ein licrkbmnilichcr Leiicrrali- 
men an^ewende: isi. 

Fig. 25 cine Swhnitiansichi cincs hcrkomnibchcn Leiicr- 
rah mens. 

Fig. 26 eine Schniitxnsichi. die einen Vorp ang zur Ausbil- 
dung eines anderen hcrkoriunJichen Leiierrahrnens da-siellu 
Fig. 27 eine Schniiiansichi c.ncs andcrrn herkbmmJichcn 
Leiierrahrnens und 

Fig. 28 eine SchnitlansichL die einen Vorfang zur Ausbil- 
dung eines anderen herkbrruiilichen Leiicrrahmcnv darsiclli. 

Ersies Ausfuhrunpsbcispic) 



^ Niichsichcnd isi ein Leitcrrahmcn gcmaG dem ersicn Aus- 
furirungsbeispie: unic: Bczug aut die Zcichnung beschne- 
ben. 

Fig. I zeigt cine b'chnmansichL die den Aufbau des Lei- 
len-ahmcn* gern^P diese: Erfindung darsiclli. wobci Fig. 2 
cine schemaiischc DrauJsich; des Leiierrahrnens zei|t. Bei 
diesen Darsicllungcn bezcichnci die Bczugszahl 1 eine lei- 
tende Meu1:p!atic (ein Leiierrahmenmaierial). 2 einen Vcr- 
drahiungsabschnii: des Leiicrrahn.cns. 4 eincr. ersien EJek- 
UOdcnabsehmi: 4. der elckinscr. u?cr eincr. dunnen MeiaJI- 
arahi odcr dcrgiCichcr in: e:ne: ar. dcr ODcrf.ache des Htlb- 
leiicfciemcn:* X ajsrcbildctcn Ekkuodr 9 clckimeh «cf 
bunden isl 5 finer, zu-rtivn Eiekirodenabscnn»:i 5. bc« drm 
es s»cn un. eint inr. e:ncn eticmen Ar.schluG 14 clciir.sch 
\erbundcnc A jGcncJckt'Dde dcr HaJtlciienomc blunt han- 
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dell, die aus cincm ]^6:anschluC hcrgcsiclli isi. 15 cm Vfcr- 
guGharz, 20 cin licfcsuguncspJanchen. an da* c& Halhici- 
icrclenien: X angcbracni is:. 101 cine ruhrungsMangv unc 
102 eincn Iriicrrahnicn 

Fi«. 3 zeigt cine Schninansichi. die den HcrxicJIungtvcr- 
gang des Leiicrrahincns gemafl deni Ausl'uhrungsbcispicI 
riarsiclll. Bei dicse: Darsicllung bczcichnei die Bczugszahf 
3 Aizmasken. Tdic Dickc dcr leiiendcr: Mciallplane'*!. Tl 
die von dcr Oberflachc (ructwanigen Obcrf ache) rier lei- 
lenden Metallplatte 1 geSizte Dickc. an rier die Vcrdran- 
tungsabschnine 2 nich: ausgcbildci sind. T2 die Dicke dcr 
Vcrdrahtungsahschmiic. die durch ALzer. dunncr ausgefyhn 
werden. Ml cin Masfcicrungstnusicr dcr AUmaske 3 zur 
Ausbildung dcr VcrdJ-aniungsaburhniue 2 und W.2 einc Off- 
nung dcr Aiztn&skc 3 zu: Ausbildung des Absiands zui- 
xchen den Vcrdrahiungsabschniuer; 2. Da$ Bczugszcichen 
WJ bczcichne: die Breiie eincs durch das Maskicrungsinu- 
sicr M) ausgcbildctcr. iniidcrcn Abschnitis des Vcrdrah- 
lungs abschniiu 2 in dcr Richtunc dcr Dickc. wobv: lediglich 
aufgrund dcr geiizien Seiien die Dickc kleiner als das Mas- 
kierungs muster Ml ist Das Bezueszeichcn W2 bezcichnei 
den Abstand zwischen den durch Xizcn ausgcbildeien Vfcr- 
drahiungsabschniuen 2. wobci dcr Absiand iedigbch auf. 
grund der geaixien Sencn groBe: aJs die OfTnung MT isi. Die 
Bezugzeiuhcn A und B bc^richncn AugrcnzP.aehcn. die die 
Musiergrenzflachen at den durch Alien von dcr umeren 
Oberflache des Vcrdrahtungsabschnitis 2. das hcifil von den 
von dcr ruckwanjg cn Oberflache der Icitendcn Meiallplaue 
1 ausgebiidcien Oberflachen sind. Dcr LeiierTahmen wird 
durch Ausbildung dcr Atzmaskcn 3 mil eincm vonbesunin- 
len Muster an bciden Oberflachen dcr leiienden Mciallplane 
1 erhahen. wobci das Alien an beiden Obcrflacher. gleic.v 
zeiu'g gestanei uird. d.is Alien ausgescizi u i/d uenr. ojc 
leiiende MetaJIpJatic 1 teiJwcisc dcrcbdmngen isi un* dje 
vorbesiimnucn Aizendcn A und b chaJier. werden. und 
schlieBlich die Atzmaskcn 3 eni/em: werden. Dabci u ird die 
Aizuefe Tl von der riickwartigen Oberflache grbGer aJs die 
HSIfie der Dicke T der leiienden MetaJIplatic 1 und die 
Dicke T2 der Vcrdrahiungsabschnitic 2 klcincr aJs die Kalhc 
dcr Dicke T dcr Icitendcn Meiallplaue J. 

CrcmaG Fig. 3 sind dje Verrtr-ihiungsabschniMc 2 lec'iciich 
an einer Sciie dcr leiienden MeiaUpIanv 1 vorgoeher". >e- 
doch kbnnen wic in Fig. 4 grzeigt die Verdrahuincsoo. 
schnitie 2a und die V C rdrahiungsabschnitie 2 jewcils ab- 
wechselnd auf dcr erstcn und dcr zweiien Sciie dcr leiienden 
Mciallplane 1 vorgeschen werden. wodurch wcitcr die Lei- 
icruniencilungsbreite verringen wird. GcrnSB dieser Dar- 
iicllung bczcichne: die Bezugszahl 2a Verdrahtungsab- 
schnitie fur die ersic Seiic der Icitendcn Meiallplaue I. 2b 
Verd/aJitungsabschniue fur die zweite S'eiie dcr leiienden 
Mciallplane 1. M3 einc OrTnung for die Atzmssken 3 zur 
Ausbildung des Absunds zwischen den Vcrdrahtungsab- 
schnittcn 2a odcr zwischen den Vcrdrahiungssbschniucn 2b. 
die an unierschied lichen Sencn dcr leiienden MciaUplattc 1 
ausgcbildci sind. 

Fig. 5 unc 6 zcigen .Schr.itiansichicn eines Leiicn drs 
Leilerrahmcnj £C maG dicscm Ausfuhrongsbcispic! 
beide Oberflachen des ersien rlekuodenabschnius 4 uni des 
zwcuen Bek-j-odcnabjchr.iiis 5 rnit den Atima^kcr. 3 uan- 
rend des Aizvorgangs bexJecIa sind. u-ej*en sowoh! der ersie 
Elekirodcnabschnin 4 a!« auch dc: zu-ciic Eiekirodcr.a-- 
schniii 5 dicselbe Dicke uic die leiicncc Metaliplaue 1 ac7 
Obwohl cine b'cic des der. ersier. EickL'Odcnabschr.i:: 4 r.i: 
dem iweitcn Elekirodenasscnm:: 5 vcroinoenden Vera-av 
lungsabschnms 2 mil ocr Aizrr.tikc 3 ^ahrend des ALrvcr- 
gangs beoecki is:, uird cas Auer. *or. dc: ander«r. bene 
durchgefuhn Desr.aJb u-jrd ccr v C rd:aniunpsabs:nr.«:: 2 
dunncr a Is dcr crsie liei— o:er.abscr.r:t: 4 end ccr rw C :ie 



Elekiroclcnahschnii: 5 auv^cfuhr.. 

Kip. 5 *etgi den Fall, bci dVm die VcrNnilunpNoSvrf.acticn 
(AnschluGoncrljadicn j 4j unrf 5a dc? cmcr, Gick;rcvicr.jr. 
vhniii^ 4 und riev 7uciicn KlckirrvicnjKschrui*. 5 an ricn*c«- 
ben Seiicn ocr leiienden MciaMplauc 1 auvpchildct sind. u<w 
hingegen Fry. 6 den Kail zci^;. hci dem uic Vcrbindunt>- 
oberflachen 4a und 4n an unicrschicdiichcn Sciier rier .W 
lenden Mciallplane 1 angeordnci sine Da hcioe >tticn lies 
crsicn lilcktrodenabschnms 4 und des zw cuen Elcki/o::cn- 
ic abschnitis 5 nich: gcaizir escne Oberflachen dcr leiienden 
Meiallplaue 1 sine, u ird kein IVohicit: bcim Bonder ve.-ur- 
sachi. Deshale konncn die vcrn:r.:Jjn-soberliach;r do cr- 
sicn Elckt/odenabschniiit 4 und des /wcncr: Elck:roder.jn- 
schnitis 5 u ic gcuunschi ausgcu anl: u-erden. 
•5 Bei deni Leiierahnien gcinai? dieseiii Aus!uhrvngsr»ei- 
spiel wird cm At7.en von barter. Seiten dcr leiienden Mc:a!i- 
plane 1 durchgeruhn. wodurch die VcrdrahungsabschniMc 
2 nicht dicker als die Hiilfic dcr Dicke dcr Icitendcn Meull- 
plaue 1 ausgefuhr u«crdrn. Kolglich kann das Alien urier 
20 den Bcdingungen durchgefuhn werden. daf> dcr Absiand 
W2 zischen den Verdrahiunpsabschniiten 2 odcr dc; Ah- 
siand W3 zwischen den Vcrdrahiuncsabvchni:ten 2s und 2^ 
dcrselbc wie die Dicke Tl dcr verdrantunpsab.schniiic 2. 2a 
und 2b isi. Folglich kar.n. selbst wenn die Lencruner.ei- 
^ lunj.'ibrciic doppvh *o Jick ajNeej'uhn uird. wic die Dic^e 
T2 nonnslcrwcisc ist. diese kleiner ul< die Dickie T ocr ie»- 
lenden Meiallplaue 1 sein. 

GeniiiP dicseiu Ausiuhrun^sbcispieJ konncr. die zweiicr 
Elckirodenabschnine 5 an dcr Inncr.sciic der crsicn Elckuo- 
3n denabschniuc 4. das hciGt ar der Rucksnic de< an dem Br- 
fcsiigjngsplatichen 20 angebracluen Halbleiicrclemcni.v X 
angcordnei werden. Folglich Kann cmc verklcinene Halb.ci- 
lervorricliiung crluhcu werden. 

AuGerdem kann dcr V'orpanc unicr den Bcdincur.gcn 
" durchecfuhr werden. dafi dcr Absiand ^uischen den V e r- 
drahiungsabschnitrer. 2 c:u-a genausc gro& h\ wic die Dickc 
T2 der Vcrirahtur.gsabschniiic 2. indem die Dickc 72 dc: 
Vcrdrahtungsabschninc 2 dunncr ausgefuhr, wird Dcshalb 
kann die Leiierun:ericilungshreiie verkurzi werden. wobci 
»u cine FcirvcMraMung umglui: uird. Zu^aizJich kann. wenn 
die Vcrdiahiungsabscbniiic It dc: c.sicr. b'e:ic der leiiei>Jcn 
MeiaUpIaite 1 end die vcrdrahiur.esar>sclininc 2b der zuei- 
icr. Seiicdcr leiienden Meiaiiplatie 1 ahuechsclnd angeord- 
nci werden. der Absund W3 zwiwhen bcr.achbancn ar. jn- 
tcrschic4Jichcn Sener dcr lciicndcr. MctJlplatic ) ausgebii- 
dcien Vcrdrahiungsabschnmcn 2a und 2b kleiner als dc: Ah- 
siand W2 dcr Vcrdrahtungsabschninc 2 auvgcfuhn werden. 
wobci folglich die Leiicrunicneilungsbrciie^wciicr verklci- 
ncn werden kann. AuOerdcm kunncn die Verbmdungsotci- 
fliichen dcr crj:cn Elcktroden^bschnine 4 und dcr zwciien 
Elckirodenahjchniiie 5 ricrari uie gewunscln besiimtr.i wer- 
den. daB die FiCAtbilitat dc: Anordnung dcr Halhlenerck-- 
nicnielektrodcn und dcr AuSenclcktrnden dcr HaJblencrvor- 
richtung crhoh: wird. 
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7.wcues Ausfuhrungstcispic' 

GcmaG dem crsicn Au^fuhrungsbcispicJ vcisen die ersici 
Elckuodenabschniuc 4 und die zweiien Elck;rodcnab. 
schnittc 5 diesclbc Dickc wie die lenendc NiCiaJIplatie 1 auf. 
Jcdoch kann wie in Y\». " und i gczeig: der Abs:and 
schen den zueiicr. Elc».:r»%3er.abschnitier. 5 in derseiben 
Weise wie me Vc.-iraiv.ur.gs.-S'Ncnr.iue 2 durrn cine d-jnnrre 
AcsfChrung rtcr iv.ci:c E:ckucvJcr.«t> v cnniiie 5 nmich Ayxr. 
von c:ne: Sen; c«c: c:r.\ A-^orz^ vcn.lcincri ucro.-r 

Ocni^G Fig. * o>c Ve- r: nCjnf >.or»crf.ache 5a des ;ut:. 
:cr. Eickucocr.jrvcnr.ML* 5 *r. ocr .Ncuc ^orgeschcr.. zw 
nichi gcaa: + :rz jeeoch kar.r. w, e ir. Fip. S feieig:. ^enr c* 
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crlbrdcrlich ju. die V'cr hi ndung sober fl ache 5* tics /.wciicn 
Elckirodenabschnm> 5 *n der gcuzjer. Sciic v 0 r/.uschcn. ojc 
VcrbinriungsoKcrfiichc durch Anwcnden eines Prcsscns an 
deni zwciicn FJekirndcnah.tchniii 5 ehen aixgcfuhr: wcrden. 
washcrkommlich ausgefuhr: wurdc. un: cin Lcitcrcnde cben 
auszuiuhrvn. ohnc das cin Problem Scim Bonder, vcrursachi 
wird. Jcdoch wjrd. falls dcr zweite Eickirodcnabsehnin 5 
durch Prcssen dunner ausgeruhn wird. wenn dcr zweiic 
Elckircdenabschniu 5 cine Dicke Tl. einc Leitcrbrciie WJ 
ond einc VcmngcrungsgroBe AT2 aufweisi. AT2 plcich c 
T2. wobci die e-rhohic Lciicrbrciic gleich v x (&T2/T2) x 
(W! ) wird. was anzeigi. daG dcr Leiierabstand lediglich auf- 
grund dcr crhdhicn Lciiernreiie kleinei wird. Deshalb solhc 
der PreBvorgang. um den zwener. EJckirodcnabschniti 5 
diinner aijszufuhrcn. nur sowcii durchgefiihn wcrden. um 
die roh geatzie Oberflarhe eben auszufuhrcn. 

GemaB diesem Ausfdhnjngsbcisptcl kann der Absiand 
zwischen den zwciicn Elckirodcnahjchniiicn 5 klcincr aus- 
gefiihn wcrden. indem dcr zweiic Elekirodcnabschnin 5 
diinner ausgeruhn wird. Folglich kann cine verklcinene 
Halbleiicrvomchiunj: erhalien wcrden. 



schniiie aufcer oe:n Vc."binajnpah>chniii 6 des Le:icrj> 
durch Atdcn \on cincr Sciic dunner ausvefuhn,. wa> cine 
Fcirwrrdrjhiuni: cnnoglichi. Wic in Kig. )2 gc/.cigi cn:ic*«. 
lichi die Vcrwcn.lunf dc* Vernmriunf tah<chnitt<. /» cm /%n. 
ordner, dej. ersicn Elcktrodcnabsehnins 4 und des Vcrduh- 
iun£sabNChmit}> 2a an dcr crsicr. Seiie der leiienden Meia.'l* 
plane ] sowic cin Anordr.cn dc* zwc-icn ElckJ-odcr.aS 
sehnm* 5 und ucs Vcrdrahiungsabschnius 2b ar. dcr zwejien 
Sciic dcr IciienJcn Mciallplatie 1. wodurch cine drcidimrn- 
siomd vcnciltc Anordnung crreich uird. Folg lich kanr. cine 
Verdrahiunp mi: einer hohercn Dichie vcrwirklich: unc cine 
vcrklcincrte Kavbleiicrvcrnehiun^ cnricn: werdcr.. 

Funl'ics Ausi uruuncsbc ismcl 



Drincs Ausfuhrungsbeisptel 

GemaB Jem zweiicr. Ausfuhrungsbcispiel simi die *wci- 
lun Elekirodenabschnine 5 dunner ausecfuhn. Jcdoch kann 
der Absiand zwischen den erstcn Elekirodenabschniiien 4 
kleiner ausgeluhn wcrden. indem die ersicn Elcki/odenan- 
schniue 4 wic die Vcrdrahiungsabschniuc 2 durch Aizen 
von einer Seite bei dem A^vorgaxif diinner ausgci'uhn wcr- 
den. • 

GemaB Fig. 9 isi die Verbindungsoberflachc 4a des ersicn 
ElekirodcnabMrhniuN 4 an der Sciic vorgeseben. die nicm 
geaizi wurde. Jcdoch kann wic in Tig. 10 gezei'i. wenr. cj 
erforderlich ist. die Vrrbindunj sobcrfliche 4a des ersicn 
EJektrodcnabschniiu 4 an der jeaizicn Sciic voauseben. die 
Verbindungsobcrna:hc durch einen PneBvorjanf in dcrscl- 
ben Wcisc wic |cmaG dem zwciicn Aus!uhrun|shcispicl 
eben ausscfuhn wcrden. ohnc daB cin Problem bcmi Bon- 
den verursachi wird. 

Gcmaft dicscnt Aujfuhrungjbciipicl kann d:r Abstand 
xwitchen den ElekLrcxJcn klcincr ausceluhri wcrden. indctn 
die ersien EJckircyjcnabschnwie 4 dunner ausgefiihn wcr- 
den. Folplich kann |eiiiaC dicscm Ausfuhrunjsbcispie) dem 
Wunsch nach einer croGcn Anzahl von Suficn (Anschlus- 
sen. Elckuoden) und cincr kurzeren Untcneilunf sbrciic bci 
dem Halblciicrelcmeni cnuprochen werder>. 



GcmaC dem vjenen Ausfutruncsbeispjel sind dcr erne 
Elcktrodcnabschnit! 4. der zweiic EleLirodcnabxehnii; 5 jnd 
die Verdrahiungsabschnitic 2a und 2b in cincr Gcradrn an- 
geordnei. Jedoch konncn wic in Fig. 15 bis 1 5 gezciel die cr* 
20 sicn Eickirodcnabschnin 4 und die zwciicn ElckJodenab- 
schniu 5 ar. jeder bclicbipcn Position durch Anordnen dcr 
die ersien Dckirodenabichniuc 4 unc" die zwciier. Elcku*o- 
oenabschnii: 5 verbindenden Vcrd'ahiunf sabschniue 2a und 
2b dcran. daC sich die Richiun| dcr Vcrdrahiunf sabschmtic 
i5 2* und 2fc in dcr Mine um cinen rcchien Wjnkcl anden. 
Fol|lichkar.n die Flexibiltia; dcr Anordnunj dcr Kalbleiicr- 
elcmcnicleku-oder. und dcr AuGendckuodcn dcr Halfcleiier. 
vomchiunf crhbh: werden. was cine wcitcre Vrrklcincrun; 
der HaJbleitcrvomchJung ermoclichi. 
JO Fig. 15 und ;^ zcifen cine Draul'sichi und einc S'ciienan- 
sichi eines Lcitcrs. dcr anwendbar w*nr. der erste Elck- 
L-odcnabschnir. 4. dcr zwciie Elckirodenabsrhniti 5 und die 
Verdrjhiunjisabwhniue 2a und 2b nieht gcrndlinig vcrlau- 
I'en. Fig. 15 zeigi cine pcrspeku'vitchc Ansichi cincs Lciiers. 
« de: anwend'oa: isi. wenn « cn'ordcrlich isi. die Verdrah- 
lungsabschniue 2a und 2b mil cineni rechien Wmke! anzu- 
ordncn. 

Gcmaf. diesem Ajsfuhrunesbcispic! konnen der crsic 
Elcki/odenabschniu 4 und dcr zwciie Elekuodcnabscnnm 5 
*> dcrari in jeder bclicbi-cn Lace aLn-ccrdnci wcrder.. riaG die 
Ficxibiliiii dcr An.vdnunv dc; ?Ia)blci«crclctnenielck;rodcn 
end dc; AuKenclekiroden der HiltJeucrvorrichtung erhbhi 
u-ird. was einc wcnere Vcrk:eincr\«n| dc: Hatblciicrv^mirh- 
lun; ennbeJich;. 
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Vienes AusfUhrungsbcispiel 

^ Fig. Jl und 12 zcicen eine Dnufsichi und einc Seiienan- 
sich! eines Leiiers dei Leiicrrahmcn pemkB dem viencn 
AusrUhrungsbcispiel. GcmaG diescn Dmtcllungcn bczeic.v 
ncn die Bczucszahlcr. 2a und 2b Vcrdrahiun f sabsehniuc. 
die durch Aizcn von einer Sene bei Ausbildunp des Leiicr- 
rahmcn? dunner ausgefuhn worden sind. Dabci bczcichnci 
die Bczucszahl 2& eincn an dcr cmen Seiie der leiiendcn 
MciaJlplane 1 ausgebildeien VcnaVahtunciahschniu und 2b 
einen an der zwciten Seiie der Iciienden Meiallplaiic 1 aus- 
zebildeien Vcrdrahiuncsabschnin. Die Bczucszahl 4 be- 
zeichnei einer. ersicn Elekuodcnabschnitt und 5 einen zw C V 
ten Elckirodenabsehnm. wobci bcidc dunner ausecfuhn 
Sind. Die Bezufsz-.hl 6 bezcichnej e:nen V C rbinduncsa?. 
schniii zuischcr. dem Vcrdrznienrsabschniu 2a ar. dcr er- 
sicn Sciic unC ccrr. Vcri.*a.nunf sarsrhniti 2b nr. dcr 2wci:cn 
iciie. der bei Authildun; dei LeucnxTmens mch: pc*u: 
wird. da beiae Scitcr. mi: Aizmajkcn bedccki sine 

GcmaC diesem Ausfuhrunfsbeispici wcrden die A>- 
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Scchsies Ausfuhrurjibeispicl 

Fig. 1C zcip i cine Schniuansich: cincs Lciicrrahnien^ ge- 
miiB dem scchjien Ausfthrunexhcispjcl. wobci Fig. 17 und 
18 einc Draufsichi und cine b'ciienamichi eines Lciicrs des 
in Fig. 16 cezcirien Lciicrrahnicn^ di»rsieUen Da die Be- 
zufszaJilcr. bci die^en Darsicllunpcn dicselben Bauelcmcnie 
wic die f cmaG Fig. 1 bezcichncn. cnifalli dcrcn Beschrci- 
bung. 

Wenn oc: crsic Elcklrodenabsrhnui 4 unc dcr zwcnc 
Elckirodcr.atschr.m £ uic in Fij:. Ic gczcigi nahc aneip.an- 
dc: licgen. kann zur V cr drahtunf cin wic in Fig. J? und IS 
gezcicier U*f6rmiger Lener vervendet wcrden. wodurch 
einc vcrkieincne KalblciicrNorrichiunf crhaJien w;rd. 

Siebies Ausfjhrun;sbrispic! 

Fig. 19' zc:g: cine Drau:sich: e:nc« Lc:icrrahmcns fcma£ 
dem sictier. Ausfjhar.-sbc:sp»c:. ^n^ei Fig. 20 cmc cm- 
larg dcr Ltr.ic t -C genommen: a.-nmunsich: uni Fi^. 20 
einc ?cnpeki;Mtcnc Ariicht drs j-uciicn EJek-j'DOcr.ab- 
kChr.Mu; 5 ze:pcr. D.c V C rdra.mjnf sars:hni:ie 2 unc «r. dcr 
zucnen ac:ic ocs Lcncrrar.mcnrr.iicr.aJj end die lucsicn 
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Klck»rodenahschni"C 5 ar. dcsscn crsicr Scire auspchildci. 
Bci dem Abschnii:. ar. dem cir Vcrcrahiur.pwbschnin 2 und 
cin /water EiekirocHrnaSsehnisi 5 sich uhcrlappcn. isi an dcr 
ersicn SiH:c «".urch Al/xn c»n Krcis gemiKicn. .1cr die " : onn 
des /wciicn EJckirodenanschmiis 5 is:. wohingepcr. dcr V'cr- % 
drahiuncsahschnin h/u\ das Verdnahiunpsniusicr an drr 
zwciicn Seiic dureh Aucn ausgchilrici is:. Hinsich'.licn dcr 
andcrcn Punkic tsi dcr AufiSaj ccmati dicsem Ausfuhrunfs- 
bcispicl wic pcma&dcm vicnen AusfUhruncsbeispicl. wobei 
gcina'6 dicicin Ausfuhruncsbcispic: cin Fall dargesielli isi. to 
bci dcni dcr zwciic Elckuodcnabschniu 5 ar. dcni in Fig. • 1 
gczcicicn Vcrbir.dungsabschniti 6 aus*cbiidr. isi. 

GcniaP dic>em Ausfuhrunpshcispiel sind die Verdra.v 
lungsabschninc 2 und die zwciicn Elekirodenahschniiic 5. 
die brciicr 2 Is die Vcrdrahrungsabschniuc 2 sind. an voncin* 15 
andcr unierschicdhchcn Seiien ausgcbildei. wobei zumin- 
desi cin Verdra-ntmpxabschnin 2 zwischen benaenbanen 
zwciicn Elckirodenabschniiicn 5 auspebildci isi. danui die 
brciien zwciicn Elekirodenabschniiie 5 nichi nebeneinander 
in ciner Rcihc auspcbildci sind. Folglich besicht kcinc Noi- 20 
wendigkeii. den Absiand zwischen den Vcrdrahtunpsab* 
schniiien 2 zur Ausbildung der zweiien Elekirodenab- 
schniiie 5 zu vcrbreiiern. was eine Verdrahtung init einer ho- 
hcrenDichtc und cine vcrLieincne Kalbleiiervorichiunp er- 
reichi. 25 

A chics Ausfuhrjnpsbcispiel 

GemaP dew sicbicn Ausfuhrunpsbeispicl sind die zweiien 
ElekirwJenabschniiic 5 und die Vcrd-aJvungsabschniuc 2 30 
uberlappt. Jcdoch konncn di: Halhleiterclcmcmelekirodcn 
cine klciner Unieneilunpsbrcne aufweisen. indem die crsicn 
Elekirodenabseliniue 4 und die VcrdraJiiunpsabsdiniiic 2 an 
unicrschiedlichcn Seiicn auspebildei werden und cin V'cr- 
drahiungsabwhniu 2 /vischen benaenbanen ersien Elcktro- u 
dcnabschniiien 4 deran angcordnci wird. daG die ersicn 
Elckirodenabschniuc 4 nichi in ciner Linie sciilich anecord- 
nci sind. 

Wic yorsichcnd beschricben kann getr.aC den Acsfuh- 
rungsbeispielen cine Fcinverdrahiun| eneieni wcrden. in- «v> 
dcni die Dickc des Lc iters * Is VcrcraJitunr sieil zui clcktri- 
schen Vcrbindur.c dcr naibieiicrclcnienielekirodcn mil den 
AuGcneletuodcn dcr Halhleiicr^orrichiunp nichi d:cker ais 
die Halfie dcr crlordcrlichen Dicke des Leuerrahmenmaieri- 
aU ausgefuhn wird. AuBerdcm kann durch Vcrwendun^ ei- ->S 
nes Leiicrrahmcns. der die an beiden Seiicn dej Lciicrrah- 
mcnmaicrials angeordncien Vcrdrabiungs- und Elekiroden- 
abschniiic aufwcisu cin Halclciierclemenr mil eincr groGc- 
rcn Anzihl vpn Stifien und eincr kJcincrcn Unteneilunc >. 
breitc erTeicht wcrden 2osai2Jich kann durch Anordnunf 50 
dcr AuGenelekiroden an der rucku iLni £C n Sciie dcr Kulblei- 
lerclenienie einc klciner Halblciiervorrichiung trii nicdrif c- 
rcn Kosien encichi wcrden. 

Wie dcr vorsiehcnd 3cschrcibun| zu cninchnicn isu wird 
ein Verdrahiunjsieil mi: eincrr, ersicn Elskirodenabscnmu 55 
4. der mil einer an emcr Obcrflachc eincs HaJhlciierelenicni.v 
8 aus^cbildcicn Elcki/odc clckuSsch verbunden isi. einctn 
Zweiien Elekuodcnabschnit: 5. dcr inn eincr ar. ciner exicr- 
nen Schaliunc aus;eb:ldcicn Elcktrode clckirisch vcrbun- 
den isu und eincm Vcrarahtunpsab^hniu 2 peschan'en. dtr 00 
den crsie Elckirodcnabschniii 4 mil d:m zweiien Elckiro- 
dcnabschniii 5. Dcr crsie EicU-odcnabschnit; 4. dcr 2u-cii C 
tiekl/c>dcr.abschnm 5 jr»d der V C rcrah:u-^abschr.i:i 2 sine 
aus einem pla:ien;"cnn:cen leucnoer Korpcr ) aesicbildc;. 
^obci die Di:kc oca Vcrdr-ntyr.cjacsrhn:i:s 2 r.icni $rc»r.:r tJ 
s*ls die HiLfic dcr !>>cU des cr^-.cr. Elekirodcr.ibjrhnnu 4 
Oder des 2wei:cn Elckirw>3cr.iM:hnms 5 au^efunn isi rjnc 
reinverdrahtunc azr.r. cacjrer. erre;cm werocn, inJcrr. drr 



Lciicr z\s V'v r J r*h i un j; si ci I *uf elr^insihcr Vcrrir.iij-*-. !„• 
Malhlcitcrelcmcniclckircirter. 9 mi: rtcr. Ajl«encickircxicr. :w 
HalblcilcrvlNrrichluni.• nichi prMic: *U tiii- ilal:'ic .1„-r crir»i 
dclichcn Oickc rtc* If iicTahniennuieniU 3uspc:'u**.r u rr. 

Paienianspruchc 

1. Vcrdrahiunpsicil. pckcnn/ciclinci durch 
eincn crsien Elckirodcnahsrnnin (4i. dcr mil einer ar. 
einer Obcrflachc eincs Halhlciierclcmcnis /K: auscehi!- 
dcicn ElckiroJc t9> elckinseh vcrbundcr. :s:. ci ncr. 
Zwciicn Elcktror.cnabschnii: i5i. der mil cine* ar. eincr 
exicrner. Schahun*: auvpcbiloncn Eicku^ic rlci::n«jr. 
vcrbundcr. ih. und cinen Vcrdrahiunj:sab.sihni:: .2.. ocr 
den ersicn Elckuodcnabschniu (4.i mil riem ywc::?n 
ElckLrodcnabschmr; (5; vcrtoindcL 
wobci der ersie Elekirodenabschniii (4;. dcr zwciic 
Elckirodcnabschniii (S) und dcr Vurdrahiung!ubwhn:i: 
(2) aus cinem platicnionnigen Iciicndcn Korpcr i 
ausgcbiJdet sind und die Dicke de.< V'erdrahtunpvjr- 
schnias (2) nich: dicker ais r.aJb so dick wie dcr crsie 
Dckirodenabschnin (4i oder der zuciie Elckirodcnib- 
sebniti (5.) ausceiuhn isi. 

2. Verdrahiunf sieil nach Anspruch J . riadurch eckenn- 
zeichncl. ddP dcr Verdri»hiur:^.sjb>e!iniii (2) *n c:ner 
Obcj-flochc des plauenformi^ cn Iciicndcn Korpcrs (1; 
vorgeschen isi. 

?. Verdrahtun^siei! nach Anspruch 3. cariurch vckcnrv 
zcichnei. daG die V'crdrahiunttsarschniiie ;'2i vcrsir.-ui 
in beiden ObcrCachcn des plaucnibnuicen Iciicnricr. 
K6rpcrs (1) an^cordnci sind. 

4. Vcrdrahtun^sicil nach einem der Anspruchc 1. en- 
dure!) ^ckcnnzciehnct. daB die Dickc des cr>tcn Eici.- 
u-odcnabschnins (A) und die Dicke des /wciicn EI.-k* 
irodcnabschnins (5) dicselbe wic die des pJancnlonni* 
gen Iciicndcn Korpcrs il ) sind. 

5. Verdrahiun^sieil nach einem der Anspruchc 1 bis *. 
dadurch £ ekcnnzcichnei. daP die Dickc eniwcck-r drs 
ersicn Dcku*odcnabschnins (4) c^der des zweiien Hlc*.- 
irortcnahschnir.s (S) dieselhc u-ic die dc.t pluticnibr;jii. 
gen K6:ycrs fl ) *s>bci die Dicke *1e> anricrcr. m.-hi 
mchr als die Maine dcr dej plaucn'onniccn Ic.icnJcr. 
Ktrpen (J> bt-iripi. 

6. Verdrahiunps.ei! n^ch Anspruch 5. cadurch f ekenn- 
zcichnei. dafi der ctmc Elckirodunabschnii: <4i oder der 
zweiie Elckirodcnabschniii (Si. dcren Dickc nich: mchr 
aJs die Halfic des plaiienformircn Iciiendcn Korpcrs 

(1) bctra'£i. geprcBi wird. urn derrr Obcrnachcn eben 
■uszuruhrcn. 

7. Verdrahlun^sieil. f ckcnmcichnei durch 

eincn ersien ElekirrwHennb^chniii l4). dcr mil eincr *n 
einer Obcrflache eincs Halblciicrclemcnu 'X) ausgcbi!- 
dcicn Elckirodc (9) clckirisch verbunden isi. ciner. 
zweiien Elckirodcnabschniii i5i. dc: mil eincr an cmrr 
exierncn MchaJiung ausgebilrieier. Eiekt-ode elckin^r. 
verbunden isl cinen Vcrdrahtunrsabschniu (2). dcr ocn 
crsicn Elckuodc.nabschnir. (4) mil dem zwciicn Elck- 
irodcnabschniii (5) verbindeL und cinen V'crbinrtuncs- 
abschniu i6\. der bci einem Tci- des V'crdrahiunc sar*. 
schnilts (2) zur Verbmdunc des V C rd-jhiunpskbschni::s 

(2) ausfcbildct isi. 

wobei dc: crsie Eirkirodep.ihschnn: :4». der jw-vc 
Elckuoncr.jb^chr.m :5«. 0:r Vcrjrkniurp^hschr.u: .2* 
und dcr Vcr^Jnd•np>a^^cllnm «A- #u» c:nc:i: plaucr:c*. 
migen Icncnocn Korpcr <]» fcuipcoldci s»nd unc «c- 
wcils die Dickc rics crsicr. Elc^olcr.^-ichrji * J., 
des zu cner. ElekL'O-ier.-rsrr'.njM* ft j-.C des Vcror*:- 
umrsabscr.mi* :2i nuhi prof-cr «is die H^if;e Jcr 
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Dickc dcs Vcrnrnduncsahschniiis (6) ausgc:'uhr» ist. 
6. Vcrdf«lnun|sicil r.ach Anspruch 7. dadurch pckcnn- 
Michneu daG rier Vertoinduncsahschnin (6) cir, Ah- 
xchniii ici. hci rtcm ricr Vcrrlrahiim^ahichmii ft, , in r1 
cm water dcr crsic nickirodcnabschniu (4) odcr dcr 5 
zwciic Elck>ro:lcnabschniii (5). der brciicr al.s dcr Vcr- 
drahiun^sabschniii (2) isL sich g ejicnsciug ubcrlappen. 

9. VerdrahiungstciJ nach Anjpruch 8. dadurch gekcnn- 
zcichncL daB die Vcrbindungsabschniuc (6). die cniwc- 
dcr den ersicn Elekirodenabschniu (4) odcr den zwei- iu 
len Elekirodenabschniu (S) aufweiser. und an benach- 
bancn Vcrrirahiungsabschniiien (2) ausgcbildci sind. 
deran angcorcnei sind. daP sic nichi ncbenonandi-r 
ausgerichic: sind. 

10. Verdrahiungsieil nach eine:n der Anspruche v 0 n J :5 
bis 9. dadurch gekcnnzeichnei. daP dcr Vcrdrahiungs- 
abschniit (2) aus (fcrnplaiienformigen leiicndcn KOrpcr 
(1) durch Alien ausgcbiidc/isi. 

11. VcrdraJjtungsieil nach einen» der Anspruche 1 bis 
10. dadurch gekennzeichncL daO zumindesi eine Ober- 20 
flachc dcs ersien Elektrodcnabschnitis (A) odcr dcs 
iweiien Elekirodenabschni us (5) nichi dem Aizvor- 
gang umcreogen worden ist 

12. Lciiemhmen. gekennzcichnci durch 

cine Vidian) v yn VcrdrAhiunpicilen. wobci da> V c r- 23 
drnhiuncsicil eincn ersien Elekirodenabschniu (4). der 
mil einer an cincr Obcrflaehe eines HaJbleiierelenicnis 
(8.1 ausgcbUdeien Elekirode (9» elekirisch verbunden 
isL einen zweiien Elekirodenabschniu (5). der mil tin? r 
an einer exicrnen SchaJiung aus^ebildeten Elekirode 3n 
elekt/isch verbunden isu und einen Verdrahiungsab- 
schniii (2) aufwcisL dcr den ersien Elekirodenabschmti 
(4) mil dem zweiien Elekiroderubwlmii: (5) vcrbindn. 
wobci dcr erne Elekirode/>abschnin (4). dcr zwciic 
Elekirodenabschniu i5) und der Vcxdrahiuncsabschnii: *s 
(2) bus cincm piaiicnibnnigen leiicndcn Korpcr (!) 
ausgebildei sind unc die Dickc dcs V C rdrahtungsa:>- 
schnius (2) nichi dicker aJs haJb so diet wk der°ersie 
Elekirodenabschniu i4) odcr dcr /.wciic Elckirodcnab- 
schnit: (5) ausgefuhn ist. ^ 
13. Lciferrahnicn. gekennzeichno durch 
eine Vielzahl v 0 n Verdrahiungstcilen. wobci das Vcr- 
drahlun^sici! einen ersien EicLi/odcnabscbniu (4 ; . der 
mil cincr an einer Obcrflaehe eincs Halbleiiercleincnis 
(8) ausgebildcten Elekirode (9) elekirisch verbunden *$ 
«L eincn zweiien Elektrodenabschnitt (5). der mil einer 
an einer cucrnen Schaitung ausgebildeien EJektrodc 
elckuisch verbunden isu eincn Vcrdraihtungubschniu 
(2). der den ersien Elcktrodenabschniti (4) mil dem 
iweiien Elekirodenabschniu (5) verbindei. und einen 50 
Verbindungsabschniii (6) aufweiw. ocr hci eincin Teil 
Verorahiungsabschniuj (2) jur Vcrbindung dcs 
VerdrahiungsabschniiLs (2) ausgebildei >sl 
wobei der erste Elekirodenabschniu (4). dcr 2weite 
Elekirodenabschniu i5;. der Vcrd-ahiung sabschniu 12) 55 
und der Veroindungsabschniu «6) aus cincm plaucnfor- 
twgen leiicndcn Korper (1) ausgcbildci sind und ic- 
weils die Dickc dcs ersicn EJekuodenabschnitu (4) 
dcs zwc:ien ElekL-odenabschniiis <S) und dcs V C rdn»h- 
lungsabschnius (2) nichi proScr als die HalMe dcr 60 
Dickc des Vcrhinduncsabschmtis (6) ausgefiihn isi. 

Hienet \Z i>cuc:r.i Zcichnur.rcr. 
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CLAIMS 



[Claim(s)] semiconductor chip and abbreviation same size on the surface 

Claim 1] Pile up the leadframe of a ■ Connect lhe inner lead and 

of a semiconductor ^^.^J^^^ the front-face side of a semiconductor 
semiconductor ch.p of a l«dframe by th ^ ^"^^'fl^ ped with the front face of an outer 
chip is closed by the mould resm so that ,t may ^me 1 PP out£r ^ on the d 
lead. In the semiconductor dev.ce which exposed ne ^ironr thickness by the 

resin front face The semiconductor ^SSSSSKI face lower one step than an 
£SSS fi^tri^SK- to an inner lead may not cross the front 

semiconductor chip by the mould , . { QT 2 which made the adhesives which 

between an inner lead side but between outer lead stdes. 



[Translation done.] 
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DETAILED DESCRIPTION 
[Detailed Description of the Invention] 

S?r,lchnical Held to which invention belongs] the semiconductor device with which this 
Son u ei^h 1 adframe - starting - especially, a chip size and abbreviation - ,« is related 
S thin shape and small semiconductor package structure with the same s.ze 

[0002] i.u^noVi iHp T OP (Lead On Chip) structure which can contain the 

[Description of t e Pno ^^^^^^ package on a large sca.e is adopted 
fn ^Dpt^am Ra" o^ Access Memory) co'rresponding to the demand of high density 
ssTmbW Repack ge further miniaturized by even chip size level by the increase , jn capac.ty has 
assemmy, tne p s semiconductor package for electronic 

""men sh T^X^J^ with reduction of sizes, such as a personal — 
fSle personal telephone, and an 1C card. And only the area wh.ch a package only has chiefly 
fs calTed for also in the Sickness direction of a package rather than it ,s asked for this 

r 0 S U Co^ the semiconductor device called CSP (Chip Scale Package) which ^exposed 

inner lead 22a and a semiconductor chip 2, 
K to prepare a 1=«° difference here at a lead from surface 25a of .he mould res.n 25 made flu- 
Eo£d wiSf.ee 22c of outer lead 22b so that it may not disturb, in this conven tonal example 
E tad 22a is made lower one step than outer lead 22b by carrying out down set processtng of 
the leadframe 22. 

SS?S. m .c<> tn he Solved bv the Invention] By it, the miniaturization of a package is not only 
Seeled" mt^h a package has cWfly by 

but has come to be reflected also in the thickness direction of a packag * ' ™ dC 

to prepare a level difference in a lead by carrying out down set processing of the ^adframe the 
pressing depth beyond lead - is needed, and the part and package thickness cannot be made 

$006] moreover - although the minimum package can be obtained as the size : of a package is the 
same as that of a semiconductor chip 1 - dispersion in the size of a ^•«Jf>»^*P 1 " *J of 
time of a mould resin seal - a mould - there is a poss.bil.ty that metal mold may damage a part of 

semiconductor chip 1 . . ,„_ r * • vl . !ac 

[0007] Furthermore, since adhesion fixation of the leadframe to a sem.conduc or chip 
performed only by the inner lead side, although the case where Hxatior nn the £ cknes djrecnon 
by the side of an outer lead was not enough arose on the occasion of a mould res.n seal. * hen 
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' , „, no, c„ou 8 H. 3 mould »»» . **» » 3 ««P— — 

• on the surface of the outer lead conventional technology 

2 lover the purpose of this invention >s al n0 ™amaee Furthermore, the purpose of 

»^ 

22^£^«' torf " , " ,, ' r,e,i - 

,eadframe by the bond.ng wire, and the ^ ^ ^ ^ , ead ,„ {] c 

Luld resin so that it may become of an ouler lead on the closure resin from face 

Semiconductor device which expose J^^ 1 ^ is reduce d. and one step of inner lead 
The thickness by the side of the front face ^01 an wire connecled 0 an 

front face is made lower than an ^f^X^Zs, if the thickness of an inner lead is 
inner lead may not cross the fir U * Q * 0 mak e'an inner lead lower one step than an 

«~ s < ~ set of the ,ead is camed out ' p 

he end faces which form the sue of a « * semiconductor chip by the mould 

and are formed when a leadframe is pried up on fte surface making ^ m 

resin can prevent breakage of a ^Tof ^ J p placed not only between an inner 

— nd of the mou,d resin 10 the 

face of an outer lead. 

nvention is explained in deta il using ^J^f^I^e^Sli^miconductor chip 1 
structure which carried the lead ft«ne 4 of th same sue 2 . $ d d a 

[0012] Near the center of surface l a ^^s ^ m g ^ ^ ^ semiconduclor 

semiconductor chip 1 is 1 , and has inner lead 4a for connecting * ith 

chip 1 consists of same sues as a *™°?^„J e ; xmM terminal. The attachment by the 
a semiconductor chip 1, an pouter lead 4b u sed as ^ ex chi , and a lea dframe 4, and 

semiconductor chip 1 and the ^^J^^^ so that end-face 1c of a 
is performed through the tape 3 .with ^"'^SSne 4 miy be in ^tement. 
semiconductor chip 1 and 4d of end faces of part of thickness, and has made it thjm 
r0013] Instead of having not bent, a leadframe 4 reduces a p ^ of fhe 

E, inner lead 4a of a leadframe 4 forms the c -mg sect on 5 ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
attachment side and opposite side ^^^^ZmA^boiOint^oU 
height of the bonding wire ^^JJ^ en{ sidc and opposite s,de (surface 

semiconductor chip 1 is made to become lov> er man 

4c)ofouterlead4b. r w w silver Dialing 6 was performed to the coining 

[0014] Thus, the bonding pad 2 ! allotted In ^^^SSi tower oSe step than surface 4c of 
section 5 of inner lead 4a which reduced ^dj«» and w ^.^ 5 anfl 

outer lead 4b, and silver plating 6 was Panned] the center oi $ , g 

semiconductor chip 1 is connected by the bonding ^-Sm ceon P ^ ^ 

low, the height of a bonding wire 9 can be stopped ilo * « *^ u ™ sidc of a semiconductor chip 1 . 
[00 5] Closure by the mould resin 8 is performed b> ^ surface l a s ^ 
Thickness of the mould resin 8 is made into -the : same height a surftce^ ^ ^ ^ g> ^ 
although inner lead 4a, a bond.ng wire 9. etc. are ouneo " 
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4C 0 f outer ,ead 4b is exposed ,o closure .sin s^e UM ^ J*™^ 

jc and the semiconduc,or chip 1 of 4d of 

Saces of a has prepared lhc Ievel difference in the 

[0016] Thus, since he com* luted se p ^ ^ ^ ^ 
lead with coin.ng, it does not neeq tc » ca > semiconductor th 1C kness of t.p, 

Moreover, package ^kness turns mo th kne* f « h, ^ ^ ^ ng depih 

a down set requires is no1 required of a ,ead 

portion, it can make ^^^^Z^ mentioned above, in order to make ' 
[001 7] In order to manufacture * e ■^™^ h P cnd .f lce , c of a semiconductor chip 1 , the 
end-face 8b of the maul I res, , 8 ,n lhe position of lhe res in dambar 1 7 may 

leadframe 4 used for a package emicon ductor chip 1 shown with the alternate long 

be arranged along with lhe P eri P he ^ be ^ eover the mould used at the time of package 

of e P „d Sees of a leadframe 4 ,ums imo a eunmgP ar£ separa ,ed 

=^ P-sa ^ich Sivea a da m a 8 e ,0 a pac k a g e 

^e^S^ 

oTSSV «!»" V d = f&niSESrf" s«micondue,or chip 1 in 

semiconductor chip 1 -- a mould *e are anxious w expanded a little to 

semiconductor chip 1 such concern performs a setup to ^^, ^ d e /' e ^ size P of a leadframe 4 
a semiconductor chip 1. as shown in toogj - P of this leadframe 4 

~ a semiconductor ch.p 1 ~ a lmle - large »°™"8 , d • doubled and formed( even 

formed a little more greatly -- a mould - when the size of metal mo a « 
if dispersion suits the size of a semicon due £^^Vf a emSuSoV chip'l bn 

adhesives in case the mould of the package is earned out, . '^^J 0 ' ^ t0 
delete a wraparound and a front face thinly to surface 4c of outer ead 4b. This can P^ent 
effectively surroundings to outer lead surface 4c of the mould , -esin 8 by making he tape 13 
with double-sided adhesives with thickness equivalent to the ^^^ ^t^w 
by the side of an inner lead intervene between the semiconductor chip 1 near _ the package 
periphery, and outer lead 4b, as shown in drawing . In add.t.on, of course, it is good also 
structure which combined drawinej and d^awjng_4 . . flhhou „h silver 

[0022] Moreover, with the structure of Rawing! . toU !^ • ou * ™ cr 

Plating 7 was performed all over surface 4c ofouter lead 4b, if it does so, it be expected 

. . 10/01 '2003 
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m silver amoun, ofeyes increases fjX^^^ 

—r£2SS»~^ • * 15 *™ ,h < ponion which has not 

SUrfa ? 1 !b / of S Plating ) -hich gives a damage after a mould .0 a package 

^ -JSfflU. *!* ■f-S» £££ -of 0.3mm and a ,eadframe of 
0024) in the ges.aU o f .his operation tamM f ^/™/ 0 . I5mm and . „ pe with 

to. tf.icto.ess or .ha used " m,condu ' t °'^"i n i„"vas perforin to .he inner lead. Moreover, 
double-sided adhesives. Moreover, 0.075mm coming ; * as pertorm of an innsr lead 

although the coining method was ^"^teMUW^Z. Moreover, although the tape 

:i: h h %Z£%2Z£ S7,I- to Z£ J .eadtfame on a semiconductor chip, i, 

is only good also as adhesives. 



ia win/ £> v ^"- — 

[S ofthe invention] Since the ,evel & « is 

thickness of an inner lead ^^^^^^^35^ by carrying out 
not needed like the convent.onal ample * » _ ince the size of , 

down set processing, package th.ckness can be " ^ „ a mould .. the injury on 

leadframe was formed a little more great |[ * ^^X^Furtl^rmore. since it was made 
the semiconductor chip by metal mo d «nbe Preven^ [ ^^ semiconiuclOT chi p placed also 

De prevented, and surface shaving •••• is not required. 



[Translation done.] 
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[Drawing!] 
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[Drawing 31 




[Drawing 43 
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